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Fixi ng jcyUndrical o r parallelepipedal ^ectroni^ ) ^CTO-erements ) 
i.e. fchip elemen^3 to the Cu-l aminated siae o ja pointing"' ' ' 
circuit' tSoa rd is~carried out by(^nSn^)^itR)(^hesiveX§efo^ 
(goldering^ The element s ancV/or circuit boards are provided 
with a layer of inactive ^he siylD wMcJ^js activate d to stick 
the elements to the board and then^^e^^^ feylieatin ^J 

USE /ADVANTAGE 

The process is suitable for manual and automatic 
operation, is econonical, simpler and more reliable than usual 
methods and gives uniform amts. of adhesive. 

PROCESS 
TEel 



tdhesivej is applied to the ci rcuit board b y prinftine 
throu gh a mask. It pref. consists of ^ubte" sl de3j^dhesiv|fr 
(fapeNwith release film on one side . ( 3ppui'&!riVl)v 
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® Verfahren zur Befestigung von elektronischen Mikro-Bauelementen auf einer Leiterplatte 
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Fur die simultane Bestuckung von Leiterplatten mit elek- 
tronischen Bauelementen mittels entsprechenden automati- 
schen Maschinen ist eine vorubergehende Klebebefesti- 
gung dieser Bauelemente notwendig, bevor der Lotvorgang 
fur AnschluS und Befestigung sorgt. Es sind bereits Verfah- 
ren fur das Aufbringen oder Ubertragen sehr kleiner Klebe- 
tropfchen bekannt, wozu komplizterte und teure Vorrichtun- 
gen erforderlich sind. Der Erfindung liegt die Aufgabe zu- 
grunde, das vorubergehende Befestigen der elektronischen 
Bauelemente auf den Leiterplatten vor dem Lotvorgang zu 
vereinfachen und zu verbilligen. Dieses wird dadurch geldst, 
daS die elektronischen Bauelemente und/oder die Leiter- 
platten nach ihren Fertigstellungen mit einer Schicht von 
unaktivem klebendem Material versehen wird, das zum Ver- 
kleben der elektronischen Bauelemente mit den Leiterplat- 
ten aktiviert und nach dem Bestucken z. B. durch Warme- 
einwirkung ausgehartet wird. Das Aufbringen des unaktiven 
Klebematerials auf die Leiterplatten kann z. B. im Masken- 
druckyerfahren erfolgen. Teure und komplizierte Maschinen 
zum Ubertragen dosierter Klebetropfchen sind also nicht 
mehr erforderlich. 
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1. Verfahren zur Befestigung von elektronischen 
Mikro-Bauelementen zylindrischer oder quader- 
formiger Form, sogenannte Chip-Bauelemente, auf 
der kupferkaschierten Seite einer bedruckten Lei- 
terplatte oder Schaltkarte mittels einer Klebever- 
bindung vor einem nachfolgendem Lotvorgang, da- 
durch gekennzeichnet, daB die elektronischen 
Bauelemente und/oder die Leiterplatten nach ihren 
Fertigstellungen mit einer Schicht von unaktivem 
klebendem Material versehen werden, das-jum 
Verkleben der elektronischen BauelementeWder 
Leiterplatte aktiviert |ind nach dem Bestticken, z. B. 
durch Warmeeinwirkung ausgehartet wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Klebematerial im Maskendruck- 
verfahren auf die Leiterplatten aufgebracht wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Klebematerial die freie Oberfla- 
che eines mit den Leiterplatten bereits verbun- 
denes, doppelseitig klebendes Klebeband ist, des- 
sen Klebeschicht durch eine abziehbare Schutzfolie 
abdeckbar ist 

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die elektronischen Bauelemente nach 
ihren Fertigstellungen mit dem unaktiven Klebe- 
material versehen werden, das vor dem Bestucken 
der Bauelemente kurzzeitig aktiviert und anschlie- 
Bend dann wieder ausgehartet wird. 

5. Verfahren zur Befestigung von elektronischen 
Mikro-Bauelementen auf der kupferkaschierten 
Seite einer bedruckten Leiterplatte, Schaltkarte 
oder eines sonstigen Substrates mittels einer Kle- 
beverbindung, dadurch gekennzeichnet, daB die 
elektronischen Bauelemente und/oder die Leiter- 
platten nach ihren Fertigstellungen mit einer 
Schicht von unaktivem Leitklebematerial versehen 
werden, das zum Verkleben der elektronischen 
Bauelemente mit der Leiterplatte aktiviert und 
nach dem Bestucken, z. B. durch Warmeeinwirkung 
ausgehartet wird 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Befestigung 
von elektronischen Mikro-Bauelementen zylindrischer 
oder quaderformiger Form, sogenannte Chip-Bauele- 
mente auf der kupferkaschierten Seite einer gedruckten 
Leiterplatte, Schaltkarte oder sonstige Substrate mittels 
einer Klebeverbindung vor einem nachfolgenden Lot- 
vorgang der im Oberbegriff des Patentanspruchs 1 an- 
gegebenen Art. 

Die elektronischen Bauteile wurden in letzter Zeit 
weiter verkleinert. Es kommen nunmehr Mikro-Bauele- 
mente, sogenannte Chip-Bauelemente, zum Einsatz. 
Wegen ihrer geringen GrdBe sind sie fur manuelle Be- 
stuckung sehr schwer zu handhaben und daher weniger 
geeignet. Daher werden sie nach modernen Verfahren 
mittels automatischer Maschinen hochst prazise pla- 
ziert. Dazu war es notwendig, Verfahren far das Auf- 
bnngen oder Ubertragen sehr kleiner Klebermengen zu 
entwickeln, die die plazierten Flach- oder Rund-Chips 
bis 2um AnschlieBen und Befestig en z. B. durch Loten in 
ihrer exakten Position leyhaUeaTBei der sogenannten 
Simultan-Bestuckung, fur die es eritsprechende Maschi- 
nen gibt, entstand das Problem ebenfalls zuvor eine ent- 
sprechende groBe Anzahl von Klebepunkten mit groB- 
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ter Genauigkeit gleichzeitig aufzubringen. Es wurden 
Verfa hren bekannt, die nach dem Siebdruck oder aber 
[^"etfQtiftfE^^ Beim Siebdruck 

ist zwar eine gutTTJoslBfBafkeit gegeben. Es ist aber 
nicht moglich, solche Leiterplatten zu bedrucken, die 
vorher automatisch mit axialen oder radialen Bauteilen 
vorbestuckt sind. 

Durch die EP-OS 00 49 451 ist ein Stift-Eintauch- Ver- 
fahren bekannt. Hierbei werden die Klebepunkte von 
einer entsprechenden Anzahl von Stiften ubertragen, 
die in einem entsprechenden Muster senkrecht hangend 
in einer horizontalen Halteplatte befestigt sind. Diese 
Halteplatte mit den gleich langen Stiften wird uber eine 
Wanne mit Kleber bis zum Eintauchen der Stiftenden 
gefuhrt. Die beim Hochheben mitgenommenen Kleber- 
mengen werden anschlieBend gleichzeitig auf die Lei- 
terplatte getupft Auch hierbei ist eine gleichmaBige 
Ubertragung von Klebertropfchen auf die Leiterplatte 
nicht immer gewahrleistet. 

Auch bei einem manuellen Bestucken von Leiterplat- 
ten ist das dazu erforderliche Aufbringen von Kleber- 
tropfchen sehr schwierig und zeitraubend. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, sowohl 
das manuelle als auch das automatische Bestucken von 
Leiterplatten mit Mikro-Bauelementen einfacher und 
sicherer zu gestalten, wobei gleichmaBige Klebermen- 
gen zum Befestigen der Bauelemente zur Verfugung 
stehen. Diese Aufgabe wird durch das im Patentan- 
spruch 1 gekennzeichnete Verfahren gelost 

Zum Befestigen von elektronischen Mikro-Bauele- 
menten zylindrischer oder quaderformiger Form, soge- 
nannte Chip-Bauelemente, auf der kupferkaschierte 
Seite einer bedruckten Leiterplatte oder<Sehakkarte) 
gibt es verschiedene Kleber, die hinsichtlich it _ T 
sitat, Haftfahigkeit, FlieBfahigkeit und Aushartbarkeit 
voneinander abweichen. Als vorteilhaft ist hierfur ein 
durch kurzzeitige UV- und/oder IR-Bestrahlung aus- 
hartbarer Kleber geeignet, der die Bauelemente genii- 
gend sicher festhalt Die Leiterplatten mussen namlich 
anschlieBend fur den Lotvorgang umgekehrt werden, 
wobei keine Bauelemente von der Leiterplatte abfallen 
durfen. 

Die elektronischen Bauelemente und/oder die Leiter- 
platten werden nach ihren Fertigstellungen mit einer 
Schicht von unaktiven kl ebend em Material versehen, 
das-ziJmT^lebenjler-elelct^ mit 
den-LeiterpTatterf aktiviert una^acfldem^BesTucken 
durch W&rmeeTriwirffi durch 
chemische'Einwirkung ausgehartet wird: Das "A'lctivie^ 
ren des Klebmaferials kann z. B. durch Warmeeinwir- 
kung, chemisGhe-Wirkung^der^aa^liurch" "ABziehen 
einer Schutzfolie erfolgen. 

Das Klebematerial wird z. B. im Massendruckverfah- 
ren auf die Leiterplatten an den Stellen aufgebracht, wo 
elektronische Bauelemente mit der Leiterplatte verbun- 
den werden sollen. Zum Bestucken wird das Klebemate- 
rial ortlich kurzzeitig z. B. durch Warmeeinwirkung ak- 
tiviert, wonach dann das Klebematerial nach dem Be- 
stucken der Leiterplatte mit den elektronischen Bauele- 
menten noch einem Aushartevorgang unterzogen wird. 
Hierdurch wird gewahrleistet, daB die elektronischen 
Bauelemente vor dem Lotvorgang sicher an der Leiter- 
platte befestigt werden. Danach kann das Verloten der 
elektronischen Bauelemente mit der Leiterplatte in be- 
kannter Weise z. B. mittels einer Wellenlotung durchge- 
fuhrt werden. 

Es ist auch moglich, daB auf die Leiterplatte ein dop- 
pelseitig klebendes Klebeband aufgebracht wird.dessen 
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mit den Bauelementen zusammenwirkende Klebe- 
schicht vor dem BestQcken durch eine Schutzfolie ab- 
deckbar ist Diese Schutzfolie kann bei einer automati- 
schen BestQckung auch durch eine Vorrichtung automa- 
tisch abgezogen werden. Da die elektronischen Bauele- 5 
mente durch die Klebeschicht sicher gehalten werden, 
erubrigt sich hierbei ein Ausharten der Klebeschicht 
nach dem Bestiickungsvorgang. 

Das Klebematerial zum Befestigen der elektroni- 
schen Bauteile auf den Leiterplatten kann selbstver- 10 
standlich auch an den elektronischen Bauelementen 
selbst angeordnet werden. Das Aufbringen des Klebe- 
materials auf die elektronischen Bauelemente kann z. B. 
durch Eintauchen dieser Bauelemente in eine Wanne 
mit Kleber erfolgen. Vor dem Befestigen der elektroni- 15 
schen Bauelemente auf der Leiterplatte muB das sonst 
unaktive Klebematerial ebenfalls z. B. durch Warmeein- 
wirkung noch aktiviert werden. Auch hierdurch erubrigt 
sich das Obertragen von dosierten Klebetropfchen un- 
mittelbar vor dem Bestiickungsvorgang. 20 

Das erfindungsgemaBe Befestigungsverfahren ist ein- 
fach und kostengunstig und sowohl fur eine manuelle als 
auch fur eine automatische Bestuckung vorteilhaft ein- 
setzbar. 

Auch kann der Kleber aus einem leitenden Material 25 
bestehen, wodurch der Lotvorgang dann entfallen kann. 
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METHOD FOR FASTENING ELECTRONIC MICROCOMPONENTS ON 

A PRINTED CIRCUIT 



WHAT IS CLAIMED: 

1 . A method for fastening electronic microcomponents having a 
cylindrical or square shape, so-called chip-components, on a copper-coated 
side of a printed circuit board, circuit card, or other substrate by means of an 
adhesive connection prior to a subsequent soldering step, characterized in 
that, after being manufactured, the electronic components and/or the circuit 
boards, are provided with a layer of inactive adhesive material, which is 
activated for gluing the electronic components to the circuit board, and after 
mounting, said adhesive is cured, for example, under the influence of heat. 
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2. A method as defined in Claim 1, characterized in that the adhesive 
material is applied to the circuit board by means of a mask-printing method. 

3. A method as defined in Claim 1, characterized in that the adhesive 
material is the upper, free surface of a double-sided adhesive strip which is 
already connected to the circuit plates, and whose adhesive layer may be 
covered by a removable protective film. 

4. A method as defined in Claim 1, characterized in that subsequent 
to being manufactured, the electronic components are equipped with the 
inactive adhesive material, which was briefly activated prior to mounting the 
components, and which is subsequently cured again. 

5. A method for fastening electronic micro-components to a copper- 
coated side of a printed circuit board, circuit card, or other substrate by 
means of an adhesive connection, characterized in that, after being 
manufactured, the electronic components and/or the circuit boards or cards 
are provided with a layer of inactive conductive material which serves to 
glue the electronic components to the circuit board and, after being mounted, 
said material is cured again, for example, by the influence of heat. 
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SPECIFICATION 
The invention relates to a method for(fastening electronic 
microcomponentsjhaving a cylindrical or square shape 3 (so-called chip- 
components) on a copper-coated side of a printed circuit, circuit board, or 
other substrate by means of an adhesive connection prior to a subsequent 
soldering step of the kind as defined in the preamble of Claim 1 . 

Electronic components have recently been miniaturized. Today 
microcomponents, so-called chip components, are used owing to their 
smaller size, but they are very difficult to attach manually and therefore they 
are less suitable. As a result they are precisely placed in accordance with 
modern methods. In order to accomplish this, it was necessary to develop 
methods for applying or transferring very small quantities of adhesive to 
place the flat or round chips until they are connected and fastened, for 
example, by soldering in an exact position. So-called "simultaneous 
mounting" for which special machines is available, was associated with the 
problem of simultaneously placing a correspondingly large quantity of 
adhesive with great precision. Methods become known which used the silk- 
screen printing or the "pin-dip-technique." Screen-print methods allow good 
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metering control. But it is not possible to automatically print pre-assembled 
circuit boards with axial or radial components. 

European Patent document 00 49 451 teaches a pin-dip technique. In 
this case, the adhesion points are applied by a respective quantity of pins 
which are fastened vertically suspended from a horizontal support plate in a 
corresponding pattern. This support plate is guided with equally long pins 
over a trough containing the glue until the ends of the pins are submerged. 
The amounts of adhesive, which adhere when the pins are raised, are 
subsequently deposited simultaneously on the circuit board. This does not 
always ensure a uniform transmission of adhesive drops onto the circuit 
board. Manual component placement too, which required the application of 
adhesive drops, makes the assembly difficult and time-consuming. 

It is therefore the object of the present invention to simplify and 
ensure the automatic assembly of circuit boards using microcomponents, 
with uniform quantities of adhesives being available to fasten the 
components. The problem under consideration is solved by the method as 
defined in Claim 1 . 

In order to fasten electronic micro-components cylindrical or square 
in shape, so-called chip components, on copper layered side of a printed 
circuit board of circuit card/a plurality of different adhesives are provided) 
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(which differ with respect to their viscosity, adhesives, flowability, and 
curability.) Considered advantageous in this case, is an adhesive which is 
suitable for hardening under UV and or IR irradiation and which holds the 
components sufficiently together. Because the circuit board must be 
subsequently turned over for the soldering step, no elements should fall of 
the circuit board. 

The electronic components and/or the circuit boards are provided with 
a layer of inactive adhesive material after being completed. This adhesive is 
activated by the circuit boards and is cured afterwards through the effect of 
heat, UV irradiation or through chemical effects. Activating the adhesive 
material may be accomplished by the influence of heat, chemical effects, or 
by removal of the protective film. 

The adhesive material is applied, for example, in mask-printing 
methods, to the circuit board at those sites at which the electronic 
components are to be connected to the circuit board, (in order to mount the 
components, the adhesive material is locally briefly activated, for example, 
under the effect of heat;)and(after all the components are mounted, the 
adhesive material additionally undergoes a curing process.) This ensures that 
the electronic components are securely fastened to the circuit board prior to 
soldering. Soldering of the electronic components to the circuit board can be 
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accomplished in a prior art manner, for example, by means of wave 
soldering. 



^nother option is to apply to the circuit board a double-sided adhesive 
strip, whose adhesive layer, which interacts with the components, may be 
covered with a protective film prior to mounting the components.) This 
protective layer can be removed automatically by a device if the components 
are mounted automatically, (since the electronic components are held 
securely in place by the adhesive layer, curing of the adhesive layer 
subsequent to the mounting process can be eliminated. )The adhesive 
material for fastening the electronic components to the circuit boards can, of 
course, also be placed on the electronic components per se. Placement of 
the adhesive material to the electronic components can, for example, be 
accomplished by submersing these components in a trough filled with 
adhesive. The adhesive material, which is otherwise inactive, must still be 
activated, for example, under the influence of heat, prior to fastening the 
electronic components to the circuit board. This also allows the step of 
transmitting metered adhesive droplets directly prior to the mounting step to 
be eliminated. 

The inventive fastening method is simple and cost-effective and is 
suitable for both, manual and automatic mounting methods of components. 
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The adhesive may also be made of a conductive material, in which 
case the soldering process can then be eliminated. 
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